







－ 企業に蓄積された粘着的経験知識の重要性 － 
 




















































































































論文要旨 ....................................................................................................................................... 2 
第 1章 研究の背景および課題 ................................................................................................. 8 
1.1 本研究の背景 ................................................................................................................... 8 
1.2 課題の設定 ....................................................................................................................... 8 
1.2.1 国の税制や要素コストおよび為替レートが企業の競争力に与える影響 ............ 8 
1.2.2 立地要因が不利でも米国の半導体設計企業が競争力を持つ理由........................ 9 
1.2.3  米国の半導体設計企業の競争力に対して知識が与える影響 ............................... 9 
1.3 本研究の構成 ................................................................................................................... 9 
第 2章 先行研究 ...................................................................................................................... 11 
2.1 研究課題とのつながり .................................................................................................. 11 
2.2 国際貿易論 ..................................................................................................................... 11 
2.3  国際経営論 ..................................................................................................................... 13 
2.3.1  産業立地 .................................................................................................................. 13 
2.3.2  設計立地 .................................................................................................................. 14 
2.4 競争戦略論 ..................................................................................................................... 15 
2.5 製品アーキテクチャ論 .................................................................................................. 17 
2.6 知識経営論 ..................................................................................................................... 18 
第 3章 現状分析 ...................................................................................................................... 21 
3.1 日本の電子工業と半導体産業の現状：（日本の生産立地としての競争力低下） ... 21 
3.1.1 本節の背景 .............................................................................................................. 21 
3.1.2 貿易データからみた分析 ....................................................................................... 21 
3.2 半導体産業における日米逆転の歴史........................................................................... 28 
3.2.1  本節の背景 .............................................................................................................. 28 
3.2.2 本節の先行および関連研究 ................................................................................... 28 
3.2.3 文献調査（日米産業調査研究：“Made in America”と“How We Compete”） .. 30 
3.2.4 分析と考察 .............................................................................................................. 39 
3.3  小括 ................................................................................................................................. 43 
第 4章 国の税制や要素コストおよび為替レートが企業の競争力に与える影響 .............. 45 
6 
 
4.1 本章の背景と課題 ......................................................................................................... 45 
4.1.1 本章の研究背景 ....................................................................................................... 45 
4.1.2  本章の先行研究 ....................................................................................................... 45 
4.1.3  本章のリサーチ・クエスチョン............................................................................ 46 
4.2  立地と競争力の概念 ...................................................................................................... 46 
4.3  分析方法 ......................................................................................................................... 48 
4.3.1 半導体集積回路の分類 ........................................................................................... 48 
4.3.2 分析方法 .................................................................................................................. 49 
4.4 国の立地要因が企業収益に与える影響：ファウンドリ企業 .................................... 49 
4.4.1 国別（日米韓台）の立地要因の調査 .................................................................... 49 
4.4.2  台湾の立地特殊優位について：インタビュー調査および歴史的背景 .............. 51 
4.4.3「ファウンドリ企業モデル」の前提条件 ................................................................ 52 
4.4.4「ファウンドリ企業モデル」の総利益と C/Fのシミュレーション結果 ............. 54 
4.4.5 ファウンドリ企業に対する立地要因および為替レートの感度分析 .................. 57 
4.5  小括 ................................................................................................................................. 58 
補論 ファウンドリ業界....................................................................................................... 60 
第 5章 立地要因が不利でも米国の半導体設計企業が競争力を持つ理由 ......................... 61 
5.1 本章の背景と課題の設定 .............................................................................................. 61 
5.1.1  本章の背景 .............................................................................................................. 61 
5.1.2 本章の先行研究 ....................................................................................................... 61 
5.1.3  本章のリサーチ・クエスチョン............................................................................ 63 
5.2 現状認識と分析方法 ...................................................................................................... 63 
5.2.1  現状認識－論理系（ロジック）半導体の俯瞰－................................................. 63 
5.2.2  設計のモジュラー化 ............................................................................................... 64 
5.2.3  分析方法 .................................................................................................................. 64 
5.3 国の立地要因が企業収益に与える影響：ファブレス企業 ........................................ 65 
5.3.1「ファブレス企業モデル」の前提条件 .................................................................... 65 
5.3.2「ファブレス企業モデル」の総利益のシミュレーション結果 ............................. 65 
5.3.3  ファブレス企業に対する立地要因、為替レート、および付加価値の感度分析
 ............................................................................................................................................. 68 
7 
 
5.4 比較優位と生産性優位を考慮した総合優位 ............................................................... 69 
5.4.1 比較優位から生産性優位へ ................................................................................... 69 
5.4.2 米国と台湾の半導体ファブレス企業の「総合優位」比較 ................................. 70 
5.5 小括 ................................................................................................................................. 73 
第 6章 米国の半導体設計企業の競争力に対して知識が与える影響 ................................. 74 
6.1 本章の背景と課題 ........................................................................................................... 74 
6.1.1 本章の背景 .............................................................................................................. 74 
6.1.2 本章の先行研究 ....................................................................................................... 75 
6.1.3 本章のリサーチ・クエスチョン............................................................................ 75 
6.2 技術とアーキテクチャの組合せが異なる半導体設計企業の分析 ............................ 76 
6.2.1 技術とアーキテクチャの 4 分類............................................................................ 76 
6.2.2  ロジックとアナログの回路設計手法の違い ........................................................ 77 
6.2.3 半導体企業類型の立地分布 ................................................................................... 77 
6.2.4 学会論文の地域別データ：形式知は米国カリフォルニアに集積...................... 78 
6.2.5 収益性の 2極化 ....................................................................................................... 79 
6.2.6 市場や競合環境の違い ........................................................................................... 81 
6.3 企業固有の特殊優位が及ぼす競争力の分析 ............................................................... 82 
6.3.1「形式知」と「暗黙知」 ........................................................................................... 82 
6.3.2 企業固有の特殊優位と競争力の関係：知識による模倣困難性 ......................... 82 
6.3.3 必要とする知識の違い：インタビュー調査 ........................................................ 83 
6.3.4「特許」からみた分析 ............................................................................................... 87 
6.3.5「粘着的経験知識」からみた分析............................................................................ 89 
6.4 小括 ................................................................................................................................. 93 
第 7章 結論と今後 .................................................................................................................. 95 
7.1  結論と含意 ..................................................................................................................... 95 
7.2 限界と今後 ....................................................................................................................... 97 
謝 辞 ........................................................................................................................................... 99 





































































む。第 5 章では、第 2 のリサーチ・クエスチョンの「立地要因が不利でも米国の半導体設













































































































貿易理論 代表的文献 貿易の原因 貿易利益 




じる Heckscher （1919） 
& Ohlin （1933） 
比較優位： 
相対的要素賦存の差 










2.3  国際経営論 
 




























































































力 」である。また、Stalk, Evans and Shulman（1991）は、ケイパビリティという言葉を用
いた。Teece, Pisano and Shuen（1997）によれば、ケイパビリティは、①組織的・経営的プ
ロセス（調整／統合、学習、再構成と変換）、②ポジション（企業の戦略的姿勢を決める特
                                                         
1 時間圧縮の不経済（time compression diseconomies）：例えば、半分の時間で蓄積しようとすると、 



















































































































































表 2：半導体の世界上位 10社の推移（1985～2014年） 
 






1 NEC 2.1 NEC 4.8 Intel 13.6 Intel 29.7 Intel 34.6 Intel 42.0 Intel 50.0
2 TI 1.8 Tosh iba 4.8 NEC 12.2 Tosh iba 11.0 Samusung 18.3 Samusung 28.1 Samusung 38.2
3 Motorola 1.8 Hitach i 3.9 Tosh iba 10.6 NEC 10.9 TI 10.1 Tosh iba 12.4 Qualcomm 19.3
4 Hitach i 1.7 Intel 3.7 Hitach i 9.8 Samusung 10.6 Tosh iba 9.0 TI 11.9 Micron 16.4
5 Tosh iba 1.5 Motorola 3.0 Motorola 8.6 TI 9.6 ST 8.8 ST 10.3 SK Hynix 15.7
6 Fu j itsu 1.1 Fu j itsu 2.8 Samusung 8.4 Motorola 7.9 Renesas 8.3 Renesas 10.2 TI 12.2
7 Philips 1.0 Mitsubish i 2.6 TI 7.9 ST 7.9 Infineon 8.2 SK Hynix 9.9 Tosh iba 8.5
8 Intel 1.0 TI 2.5 IBM 5.7 Hitach i 7.4 Philips 6.0 Micron 8.2 Broadcom 8.4
9 National 1.0 Philips 1.9 Mitsubish i 5.1 Infineon 6.8 Hynix 5.7 Qualcomm 7.2 ST 7.4
10 Matsush ita 0.9 Matsush ita 1.8 Hyundai 4.4 Philips 6.3 NEC 5.6 Broadom 6.6 MediaTek 7.2














であった電子工業は、2013 年に貿易収支が赤字になり、同年の国内生産額は、約 11 兆円






                                                         























































































一般社団法人である日本情報技術産業協会（JEITA: Japan Electronics and Information 
Technology Industries Association）によると、電子工業品目は、民生電子機器、産業用電子




























































































































































































































































































































































































































半導体専門調査会社の IC insights社によれば、2009年から 2013年の 5年間に世界で 72の
半導体工場が閉鎖された。特に 8 インチ以下の小口径ウェハー対応工場（FAB）の閉鎖が











（出所）日経新聞 2014年 7 月 18日 
                                                         
4 「Research Bulletin: IC Manufacturers Close or Repurpose 72 Wafer Fabs from 2009-2013」IC insights, 
2014 年 6 月 24日号を参照した。 







































3.2 半導体産業における日米逆転の歴史  
 





















































ても、商品企画に着目して、特定顧客向けのカスタム ASIC（application specific integrated 





















































3.2.3 文献調査（日米産業調査研究：“Made in America”と“How We Compete”） 
（1）目的 

















表 4 に示すような日米の電子工業の競争力が逆転した 2 つの異なる時代の資料に基づ
き、比較分析を行う。それは、マサチューセッツ工科大学（MIT）の産業生産性センター





表 4：MIT Industrial Performance Center による日米産業調査研究 
題名 “Made in America” 
（邦訳：Made in America -アメリカ再生
のための米日欧産業比較-） 
“How We Compete” 
（邦訳：グローバル企業の成功戦略） 
著者 Dertouzos, M. L., R. Lester., R. Solow. and 
F. Dalle. 
（MIT Industrial Performance Center）  
Berger, S. and MIT Industrial Performance 
Center  
発行年 1989年 2005年 
調査期間 1986-1988年 1999-2004年 
（出所）筆者作成 
 
（3）“Made in America” ：1980年代後半の半導体産業における日米関係 
1）米国の半導体産業の状況 















































































































































                                                         
6 台湾の半導体の発展については、Berger and Lester（2005）や永野（2002）が詳しい。 
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なく CPU コアだけを提供する ARM（アーム）などの革新的なファブレス企業が好業績を
上げている。その理由は、色々な電子部品に使える汎用性の高いチップを開発して、複数


























































                                                         



































































































































































その利益をゲーム理論から捉えた考えを図 11 に示す（Dhayagude. et al., 2001） 。 
ファウンドリ企業が知的財産を守る場合には、100 という利益が手に入る。一方で、フ
ァウンドリ企業が知的財産を盗む場合、あるいは生産供給の見返りに知的財産を得るとい












Outsource manufacturer to Outsource manufacturer to
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Steal IP
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NPV of stealing great idea Net cost of stealing idea
Cost of stealing idea i.e.




































































第 4章 国の税制や要素コストおよび為替レートが企業の競争力に与える影響 
 
第 4～6章は、本研究の主題部分である。第 4 章では、第 1のリサーチ・クエスチョンの
「国の税制や要素コストおよび為替レートが企業の競争力に与える影響」について取り組
む。第 5 章では、第 2 のリサーチ・クエスチョンの「立地要因が不利でも設計企業がもつ
競争力の解明」である。そして、第 6 章では、第 3 のリサーチ・クエスチョンの「米国の
半導体設計企業の競争力に対して知識が与える影響」について明らかにする。 















4.1.2  本章の先行研究 
第 2 章の先行研究理論で述べた国際経営論において、国際生産活動に関するフレームワ
ークとして、OLI理論（Dunning, 1979）がある。その「国際生産の折衷理論」は、①所有





























4.2  立地と競争力の概念 
 
本節では、立地と競争力の概念を整理する。立地は企業の競争力（＝収益）獲得の手段












































































大分類 中分類 小分類 
 MOSメモリ DRAM、フラッシュメモリ、SRAM、マスク ROM、EPROM、
その他のメモリ 
集積回路（IC） MOSマイクロ MPU、MCU、DSP 
 MOSロジック 汎用ロジック、ゲートアレイ、スタンダードセル（セルベース
IC）、FPL（PLD）、特定用途向けロジック、その他 





















                                                         




















                                                         
9 メールでのヒアリングによる。（2014年 9月 9日） 
日本 台湾 韓国 米国


























































4.4.2  台湾の立地特殊優位について：インタビュー調査および歴史的背景 
台湾の半導体産業における立地特殊優位について、インタビュー調査を行った。 
期間：2015年 2 月 11日～2 月 13日 
訪問企業：以下の 4社を訪問した。 
SPIL：Siliconware Precision Industries Co., Ltd.（台中） 
UMC：United Microelectronics Corporation（新竹） 
VIS：Vanguard International Semiconductor Corporation（新竹） 








































































課税所得 益金 ― 損金 ＝ 課税所得




要工業用地は約 10 万 m2であり、各国の m2単位賃料からその費用を算出した。その他
の製造コストについては 200億円が必要とした。 
尚、為替レートは 2013年当時の 100円/ドルで換算している。 













操業開始後の年数 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目
(1)減価償却費（5年定率）
    初期投資：1,000億円
    維持投資：100億円/年
400.0 280.0 208.0 186.4 197.2
(2)直接材料費
   （ウェハー：1万5000円/枚ｘ24万枚/年）
36.0 36.0 36.0 36.0 36.0
(3)間接材料費
   （3万円/枚ｘ24万枚/年）
72.0 72.0 72.0 72.0 72.0
(4)人件費（500万円/年ｘ1,000名） 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
(5)電力費 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
(6)土地代（賃料：千円/10万m2) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
(6)その他の経費 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0
総製造経費 858.5 738.5 666.5 644.9 655.7
売上 1,440.0 1,440.0 1,440.0 1,440.0 1,440.0
売上総利益 581.5 701.5 773.5 795.1 784.3
販・管費（売上の5%） 72 72 72 72 72
研究開発費（売上の10%） 144 144 144 144 144
営業利益 365.5 485.5 557.5 579.1 568.3
営業外収益 0 0 0 0 0
営業外費用 0 0 0 0 0
税引き前利益 365.5 485.5 557.5 579.1 568.3
実効法人税率 37.0% 37.0% 37.0% 37.0% 37.0%
法人税額 135.2 179.6 206.3 214.3 210.3
税引き後利益 230 .2 305 .8 351 .2 364 .8 358 .0
簡易営業C/F 630.2 585.8 559.2 551.2 555.2
簡易投資C/F 1000 100 100 100 100














日本 1,610 100.0% 1,482 100.0% 
台湾 2,278 141.5% 2,234 150.7% 
韓国 2,149 133.5% 2,092 141.2% 






































29.7% 1,797 100.0% 1,668 100.0% 
台湾
（TSMC） 




20.6% 2,251 125.3% 2,194 131.5% 
米国
（Intel） 




Power Chip、Vanguardの台湾企業の 4社と Samsung Electronics、Dongbu HighTekの韓国企
業の 2社が占めていた（表 11）。 
 





企業名 類型 本社 主力工場 売上高（百万ドル)
1 TSMC Pure-Play Taiwan Taiwan 19,850
2 Global Foundries Pure-Play US Singapore etc. 4,261
3 UMC Pure-Play Taiwan Taiwan 3,959
4 Samsung Electronics IDM South Korea South Korea 3,950
5 SMIC Pure-Play China China 1,973
6 Powerchip Pure-Play Taiwan Taiwan 1,175
7 Vanguard Pure-Play Taiwan Taiwan 713
8 Hua Hong Grace Pure-Play China China 710
9 Dongbu HighTek Pure-Play South Korea South Korea 570









* Global Foundries は 2008年に米国の AMDの半導体製造部門がアブダビ首長国の投資機関（ATIC: 
Advanced Technology Investment Company）の出資を受けた合弁企業である。さらに、2010年にシ
ンガポールのファウンドリ企業の Chartered Semiconductor を合併した。 
** Power chip は 2013年に IDM型 foundryから Pure-Play foundryに転じた。 






















































-0.10  0.07  -0.20  0.00  -0.59  2.70  
5 年間の
C/F 
-0.11  -0.04  -0.21  0.00  -0.64  2.93  
（出所）筆者作成 
 






































































                                                         
11 http://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1324545 （2014年 11月 10日アクセス） 
61 
 








































近年では IoT（Internet of Things）や自動運転走行に向けた需要などが他地域と比較して
高度で活発な点が特徴と考えられる。 






④ 企業戦略と競争の環境（context for firm strategy and rivalry）は、地域のライバル企業間
の競争のタイプや激しさを決定付けるルール、インセンティブ、規範など、税制、知的
所有権に関するルールに関する内容である。2015 年時点でファブレス企業は米国では
シリコンバレーを中心に 347 社12、台湾では新竹科学工業園区を中心に 250 社13が存在
しており、それぞれ同様に厳しい企業間競争に置かれていると思われる。しかし、先行
者優位の企業戦略において、特許と標準化によるライセンス収入を重視する点において





                                                         
12 米国の半導体業界団体 GSA（Global Semiconductor Alliance）の提供資料による。さらにカリフォ
ルニア州に 233社が立地していることが分かった。（2015年 9月 8日） 




























表 13のように 2013年においては、売上高の上位 10社中 8社が米国であった14。尚、Avago
（アバゴ）のルーツは米国の Hewlett-Packard（ヒューレット・パッカード）の半導体部門
であり、本社をシンガポールに移転したが、実質は米国企業である。 
                                                         
14 「Research Bulletin: Top 13 Foundries Account for 91% of Total Foundry Sales in 2013」IC Insights, 
2014年 1月 28日号を参照した。 
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5.2.2  設計のモジュラー化 
論理系（ロジック）半導体のモジュラー化が進行した背景について調査した。半導体集
積回路（IC：Integrated Circuit）は、1958年に TI（テキサス・インスツルメンツ）のジャッ
ク・キルビー（Jack Kilby）が発明し、その後 Intelのゴードン・ムーア（Gordon Moore）が




2015 年時点のデザインルールは 14 ナノメータであり、既に 2 次元（平面）加工では実












1 Qualcomm US 17,211
2 Broadcom US 8,219
3 AMD US 5,299
4 MediaTek Taiwan 4,587
5 Nvidia US 3,898
6 Marvell US 3,352
7 LSI US 2,370
8 XilinX US 2,297
9 Altera US 1,732

























資産の減価償却は、定率法ではなく 5 年間の定額法とし、5 年の事業活動後の損益計算
結果を表した。 
②コスト構造は、直接原価を売上の 40％とし、人件費は必要人員を 500人で、各国のエン
ジニアの賃金から求めた。また、設計事務所は 1 人あたりの必要面積を 10m2 として各
国の事務所賃料から求めた。 


























日本 米国 韓国 台湾
70 ,000 ,000 70 ,000 ,000 70 ,000 ,000 70 ,000 ,000
付加価値（千円） 700 700 700 700
数量（ウェハー換算：枚／年） 100 ,000 100 ,000 100 ,000 100 ,000
直接原価（売上高ｘ40％） 28 ,000 ,000 28 ,000 ,000 28 ,000 ,000 28 ,000 ,000
設計エンジニア：500名 500 500 500 500
1人当たり人件費 6 ,000 9 ,500 3 ,500 2 ,200
人件費 3 ,000 ,000 4 ,750 ,000 1 ,750 ,000 1 ,100 ,000
事務所（賃率：千円/m2） 4 .8 4 .6 6 .7 2 .2
事務所面積（10ｍ2/人） 5 ,000 5 ,000 5 ,000 5 ,000
事務所（賃料） 24 ,000 22 ,800 33 ,600 10 ,800
減価償却費（投資：売上の5％、5年定額償却） 3 ,500 ,000 3 ,500 ,000 3 ,500 ,000 3 ,500 ,000
その他の経費 1 ,000 ,000 1 ,000 ,000 1 ,000 ,000 1 ,000 ,000
35 ,524 ,000 37 ,272 ,800 34 ,283 ,600 33 ,610 ,800
34 ,476 ,000 32 ,727 ,200 35 ,716 ,400 36 ,389 ,200
販売費及び一般管理費 (売上の10％） 7 ,000 ,000 7 ,000 ,000 7 ,000 ,000 7 ,000 ,000
研究開発費（売上の20％） 14 ,000 ,000 14 ,000 ,000 14 ,000 ,000 14 ,000 ,000
13 ,476 ,000 11 ,727 ,200 14 ,716 ,400 15 ,389 ,200
営業外収益 0 0 0 0
営業外費用 0 0 0 0
13 ,476 ,000 11 ,727 ,200 14 ,716 ,400 15 ,389 ,200
実効法人税率（2013年） 0 .37 0 .41 0 .24 0 .17
法人税（2013年度） 4 ,986 ,120 4 ,778 ,834 3 ,561 ,369 2 ,616 ,164
8 ,489 ,880 6 ,948 ,366 11 ,155 ,031 12 ,773 ,036





































                                                         
15 各国の研究開発の税額控除については、経済産業省企業行動課への訪問インタビュー時（2014年
10月 22日）の提供資料を参照した。 























70 ,000 ,000 70 ,000 ,000 70 ,000 ,000
付加価値（千円） 700 700 700
数量（ウェハー換算：枚／年） 100 ,000 100 ,000 100 ,000
直接原価（売上高ｘ40％） 28 ,000 ,000 28 ,000 ,000 28 ,000 ,000
設計エンジニア：500名 500 500 500
1人当たり人件費 6 ,000 9 ,500 2 ,200
人件費 3 ,000 ,000 4 ,750 ,000 1 ,100 ,000
事務所（賃率：千円/m2） 4 .8 4 .6 2 .2
事務所面積（10ｍ2/人） 5 ,000 5 ,000 5 ,000
事務所（賃料） 24 ,000 22 ,800 10 ,800
減価償却費（投資：売上の5％、5年定額償却） 3 ,500 ,000 3 ,500 ,000 3 ,500 ,000
その他の経費 1 ,000 ,000 1 ,000 ,000 1 ,000 ,000
35 ,524 ,000 37 ,272 ,800 33 ,610 ,800
34 ,476 ,000 32 ,727 ,200 36 ,389 ,200
販売費及び一般管理費 (売上の10％） 7 ,000 ,000 7 ,000 ,000 7 ,000 ,000
研究開発費（売上の20％） 14 ,000 ,000 14 ,000 ,000 14 ,000 ,000
13 ,476 ,000 11 ,727 ,200 15 ,389 ,200
営業外収益 0 0 0
営業外費用 0 0 0
13 ,476 ,000 11 ,727 ,200 15 ,389 ,200
実質負担税率（2013年） 0 .26 0 .17 0 .07
法人税（2013年度） 3 ,449 ,856 1 ,934 ,988 1 ,077 ,244
10 ,026 ,144 9 ,792 ,212 14 ,311 ,956















































                                                         





































  2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 
Qualcomm（米） 645 628 706 735 802 
Broadcom（米） 606 762 770 638 662 
nVIDIA（米） 583 588 560 537 469 
Marvell（米） 536 613 487 437 463 
Xlinx（米） 622 764 686 652 681 
Altera（米） 468 733 716 570 560 
MediaTek（台） 344 331 422 478 559 
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類型 No. 企業類型 技術 アーキテクチャ 特徴 
1 ロジック・ファブレス デジタル モジュラー 設計特化 
2 アナログ・IDM アナログ インテグラル 設計・製造一体 
3 ロジック・IDM デジタル インテグラル 設計・製造一体 
4 アナログ・ファブレス アナログ モジュラー 設計特化 
（出所）筆者作成 
 





つインテグラル型の企業は IDM（Integrated Device Manufacturer）と呼ばれ、自社工場を保




6.2.2  ロジックとアナログの回路設計手法の違い 
























































半導体集積回路の設計技術に関する国際会議である VLSI Circuits Symposium（2015）の




                                                         
17 EETimes Japan「VLSIシンポジウム 2015 プレビュー：最先端回路技術の競演～VLSI Circuits の












































































表 20：VLSI Circuits Symposium（2015）の採択論文数の調査結果 
単位：件数 
  2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 
米国 55 49 48 51 62 
日本 26 19 18 14 11 
韓国 8 7 10 7 12 
台湾 13 14 19 14 10 
採択数 115 97 109 96 114 
（出所）VLSI Circuits Symposium（2015） 
 
6.2.5 収益性の 2極化 
半導体設計企業について各類型の上位企業の収益性を調査した。平均営業利益率（2014
年）の結果では、類型 1 のロジック・ファブレス（7 社）が 20.6％、類型 2 のアナログ・
IDM（6 社）が 23.7％、類型 3 のロジック・IDM が、車載および産業機器中心（4 社）の









































































































































期間：2015年 9 月 8日～9月 11日 




































                                                         










場所 テキサス カリフォルニア カリフォルニア カリフォルニア
面談者（職種） アナリスト 業務 エンジニア 経営者
＜関連要素＞
1．人材の優秀性 ○ ○ ○ ○
・シリコンバレーの人材能力は高い。
・世界から超一流が集まる
2．大学や機関の支援 × ○ ○ ○ ・大学との関連が強い（特にスタンフォード大学）
3．ストックオプションの動機付け × × × ○ ・意見が分かれた。（企業や立場によって異なる）
4．最先端需要の牽引 ○ ○ ○ ○ ・ＩｏＴや自動運転などの需要圧力が強い
5．関連および支援企業の影響 ○ N/A ○ ○ ・EDAベンダーの関連や協力がある
6．地域ネットワークの影響 ○ ○ ○ ○ ・地域コミュニティー、移民のネットワークが強い















1）2013年のデータによる教育レベルは、修士以上が 21％と米国全体の 11％の約 2倍高 
い。 
2）2013年の特許登録では、カリフォルニア州の 46.9％、米国全体の 12.7％を占める 
3）2014年のベンチャー・キャピタルの投資では、シリコンバレー（US$7.4 billion）および 
サンフランシスコ（US$7.2 Billion）であり、この両者でカリフォルニア州の 73.7％、米 
国全体の 43.0％を占めている。 
4）2014年の IPOデータでは、米国全体の 275件に対して 23件と他の州よりも高い 
















                                                         
20 「SILICON VALLEY INDEX 2015」Joint Venture Silicon Valley, Inc.を参照した。 
21 章末付図表 2に記す。（Qualcommのパテント・ウォール） 































                                                         






























                                                         
24 米国特許庁から登録特許件数を検索した。過去 3年分の特許データとしたのは、公開から登録ま
での審査期間が 2～3年かかるためである。（United States Patent and Trademark Office （USPTO）, 








米国の Texas Instruments（テキサス・インスルメンツ）、Analog Devices（アナログ・デバ
イセズ）、Linear Technology（リニア・テクノロジー）、Maxim Integrated（マキシム）、Skyworks 
Solutions（スカイワークス）の 5社のデータであり、同様に、yを売上高（百万ドル）、xを








































米国 5社の設立は、PLD（programmable logic device）を手掛ける Altera（1983年～）お


































が立地選択された。そして、1990 年代後半から 2000 年代はじめに、米国の半導体は復活
を遂げた（Dertouzos. et al., 1989；Berger and MIT IPC, 2005）。 
 
(2) アナログ・IDMの歴史的経路 
米国 6社の設立は、Texas Instruments（1930年～）、On Semiconductor（Motorola：1928年
～）、Skyworks（Rockwell：1973年～）のように起源となる企業の創業時期から含めるとか
なり古く、且つ必ずしも当初は半導体企業ではない。また、Analog Devices（1965年～）の
ように出身大学（MIT）の近隣に設立した経歴や、Linear Technology（1981年～）や Maxim 






企業である 3社（Analog Devices、Linear Technology、Maxim Integrated）について、各企業
の設立時期と事業継続年数を示した（表 22）。事業継続年数は、ロジック・ファブレスは








類型 企業 設立 
事業継続年数 
（2015年時点） 
ロジック・ファブレス Qualcomm 1985年 30 
 nVIDIA 1993年 22 
 Marvell 1995年 20 
アナログ・IDM Analog Devices 1965年 50 
 Linear Technology 1981年 34 














表 23：ロジック・ファブレスとアナログ・IDMの t 検定結果 
指標 p 値   自由度 
営業利益率（%） 8.249E-05 ** 113 
1 人あたり売上高（千ドル/人） 6.323E-15 ** 108 
1 人あたり営業利益（千ドル/人） 6.841E-01   108 
研究開発費あたり売上高（倍） 7.882E-02 † 109 
（注）**：p < 0.01，*： p < 0.05，†：p < 0.10 
92 
 
次に、ロジック・ファブレスの 3 社とアナログ・IDMの 3 社の SEC filing の form 10-K
から、各事業継続年数と 1 人あたり売上高の関係を分析した（図 22）。事業継続年数は各
企業の創業開始からの年数であるが、売上高のデータは 1995 年以降から取得されたため、
企業によって一様ではない。 




にみると、事業継続年数 50年の Analog Devices は 3.2％であり、事業継続年数 30年余りの







































































付図表 1：nVIDIAの創業者 Jen-Hsun Huang がスタンフォード大学に寄贈した研究施設 
 










第 7章 結論と今後 
 




































































































































































                                                         
25  http://www.akm.com/akm/jp/product/featured/velvetsound/ （2015年 12月 20日アクセス） 
26 ハイレゾ再生に重要な「DAC」の役割とは? 旭化成エレクトロニクスの“マイスター”に聞く 
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